
400588 SC 3868.

S E C O O N  T E C N t C A
CLAStñCAOONt. P.O

CLASE______ ______
LASE

PROCBDH.ÍIENTO PARA LA OBTENCION DE COMPOSICIONES 

ADHESIVAS 0R6AN0SILÍCICAS.

R30NE-P0ULENC s'. entidad francesa, residente en

22,.Avenne Hontaigné, París* 8e, Francia.
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la, presente invención se refiere a un pro­

cedimiento para la- obtención de composiciones adhesi­

vas organopolisiloxánicas, que poseen la propiedad de

adherirse inmediatamente a los sustratos más diversos
por simple contacto.



Ya se conocían composiciones adhesivas organo- 

silicicas válidas para el ensamblado de una gran canti­

dad de materiales, sin embargo presentaban el inconve­

niente de ser difíciles de utilizar debido a que era ne­

cesario calentarlas sobre los sustratos para llegar a 

un pegado rápido o bien dejarlas endurecer al menos du- - 

rante varias horas a la temperatura ambiente. Igualmen­

te se conocían composiciones adhesivas que adhieren 

espontáneamente a las superficies a enlucir merced a la 

incorporación de un catalizador orgánico aminado; compo­

siciones de este tipo están descritas en la patente 

francesa 1 .361.668 pero la presencia de un catalizador 

aminado limita su campo de acción, en particular deben 

evitarse totalmente como adhesivos para apósitos y como 

agentes de pegado bien de materiales sensibles a los de­

rivados orgánicos aminados, utilizados para el aisla­

miento eléctrico, fónico y térmico, bien de piezas de 

instalaciones'empleadas en medicina o en cirugía.

La presente invención tiene por objeto un pro­

cedimiento para la obtención de nuevas composiciones 

adhesivas* Organo sili ci cas, inertes frente a. los materia­

les a ensamblar, que se adhieren inmediatamente a ellos 

por simple contacto a la temperatura ambiente, caracte­

rizado porque dichas composiciones se preparan por calen­

tamiento a una temperatura comprendida entre 80 y 2003C, 

durante el lapso do tiempo necesario para la obtención 

de una adhesividad satisfactoria, de una mezcla que con­

tiene, en peso:

- 40 a 70 % de una resina organopolisiloxánica A

formada por motivos de fórmulas.SiOg y R^SiOp
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en esta última fórmula los símbolos R, idénticos o di­

ferentes, representan radicales alifáticos elegidos de 

entre los radicales metilo, etilo, vinilo, siendo el 70 % 

al menos de-estos radicales alifáticos, radicales meti­

los, y la relación del número dé motivos R^SiOp ^ al 

número de motivos SiOg está comprendida en el intervalo 

de 0,45/1 a 0,9/1.

- 30 a 60 % de un polímero diorganopolisiloxánico B "

terminado en cada extremidad de la cadena por

un grupo hidroxilo, de viscosidad 100 a 10.000.000 cPo a 

2$so, formado esencialmente por una sucesión de motivos 

de fórmula (R')gSiO en la que los símbolos R', idénti­

cos o diferentes, representan radicales hídrocaroonados 

elegidos de entre los radicales metilo, etilo, vinilo, 

fenilo, 80 % al menos de estos radicales hidrocarbonados 

son radicales metilos.

- 0,3 a 5 % con relación a A y a B de un peróxido orgá­

nico.

la resina organosilícica A formada por moti­

vos mono y tetrafuncíonales puede prepararse fácilmente, 

según los procedimientos ahora clásicos, a. partir de 

triorganohalogenosilanos /o de hexaorganodisiloxanos/ y 

de silicatos de sosa como se describe en la patente fran­

cesa 1 .046.736 ó bien de silicatos de alquilo y de tri­

organohalogenosilanos como se ha descrito en la patente 

francesa 1.134.005. Se opera en el seno de un diluyente 

inerte y se conserva la resina A así preparada en este 

diluyente o en otro igualmente inerte; como diluyentes 

apropiados se pueden citar por ejemplo el tolueno, el

xileno, el oiclohexano, elmetilciolohexano, el c*'.oro-30.
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Además es ventajoso elegir los motivos mono- 

funcionales entre los de fórmulas (CH-,)^SiOg (CE^) g- 

CEg = CH SiO^ (CH^)gC^SiOQ debiendo ser el 70 % 

al menos de los radicales enlazados a los átomos de si­

licio radicales metilo. . -

El polímero diorganopolisiloxánico B que puede 

tener el aspecto de un aceite fluido o de un polímero 

gomoso, se prepara igualmente según técnicas usuales, 

frecuentemente por polimerización de diorganociclopoli- 

siloxanos en presencia de un agente alcalino. Esta prepa­

ración está descrita más particularmente en la patente 

francesa T. 134.005 precitada y las patentes francesas 

1.226,745 y 1.198.749.
la viscosidad del polímero B varía con el peso 

molecular del polímero B y con la naturaleza de.los mo­

tivos R'gSiO: estos motivos son elegidos de preferencia 

de enbre los motivos de fámulas (CH-^gSiO, (CH^)CHg = 

CHSiO, (CH^)CgH^SiO, (CgH^)^ SiO, una pequeña cantidad 

de motivos funcionales y/o trif uncí onales puede estar 

presente eventualmente en el seno del polímero, y 80*% 

al menos de los radicales enlazados a los átomos de si­

licio son radicales metilos.

El peróxido orgánico puede elegirse de entre 

los. peróxidos que se-utilizan habitualmente para'endure­

cer lis composiciones organosilícicas endureoíbles en 

caliente. Se pueden citar los peróxidos de benzoilo, de. 

dicloro-2,4 bonsoilo, de dicumílo, de terciobutilc, el 

perbenzoato de terciobutilo, el dimetil-2,5 ditercio- 

butilperoxi-2,5 hexano, elpercarbonato de 0-0-tercio-



butilo y de 0-isopropj,lo.
Para fabricar las composiciones adhesivas de la 

invención ge mezcla la resina A, que está en general en 
solución al 30-75 % en un diluyante inerte, con el políme­
ro B y eí peróxido y se agita el conjunto con el fin de 
tener una mezcla perfectamente homogénea. Se ahade, si es 
preciso, un diluyente inerte idéntico de preferencia al 
que ya se ha utilizado para usar la resina A; una con:^mira­
ción de 40 a 80 % en peso de los 3 constituyentes, A, i y 
peróxido orgánico, en el diluyente Conviene perfectamente.
En esta mezcla como ya se ha mencionado, por cada 100 par­
tes de productos que comprenden resina A y el polímero É, 
la cantidad de resina A debe ser superior a 40 partes e in­
ferior a 70 partes y la de peróxido superior a 0,3 partes 
e inferior a 5 partes, cantidades fuera de estos limites 
conducen a composiciones pastosas o cauohutosas sin carác­
ter adhesivo.

Tras la mezcla de los constituyentes A, B y del pe 
róxido orgánico, se calienta progresivamente el conjunto y 
simultáneamente se aplica una presión inferior a un Bar con 
objeto de eliminar más fácilmente el disolvente. Se puede asi, 
tras la eliminación de la mayor parte del disolvente, aloan- 
zar una temperatura en la masa de 100-190SC y un vacio de 2 
a 30 mm de mercurio. Se mantienen a continuación estas condi­
ciones operatorias durante la duración necesaria para la for­
mación de una composición adhesiva. Esta duración puede va­
riar de varias decenas de minutos a varias horas, por ejemplo 
entre 30 minutos y 3 horas, es función de la temperatura 
de: reacción y de la naturaleza no solamente del peróxi­
do sino también de los grupos orgánicos presentes en los
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compuestos A y B. Para evaluar el grado de adhesividad 

de las composiciones hasta hacer ensayos de pegado y m e - * 

dir a continuación, por tónicas conocidas, el poder 

adhesivo, por ejemplo la resistencia al despegado de una 

cinta enlucida aplicada sohre una hoja metálica lisa.

Las composiciones adhesivas así obtenidas son 

espesas, pegajosas y se toman en masa por abandono a la 

temperatura ambiente. Para emplearlas es necesario disol­

verlas en los disolventes usuales tales como el tolueno, 

el xileno, el ciclohexano, el tricloroetlleno, la metil- 

etilcetona, o en fluidos para las fórmulas de aerosoles 

tales como el Aiclorodifluormetano y el tríclorotrifluor- 

etaños La concentración óptima de las composiciones ad­

hesivas en estas solucionas varía según la forma en que 

se utilizan, esta concentración depende frecuentemente 

del estado de la superficie a enlucir, del modo, de dilu­

ción y de las uniones que se desean efectuar. Así en 

forma da aerosoles no se deben utilizar méselas demasia­

do concentradas, las composiciones serian nal pulveriza­

das y se distribuirían irregularmente sobre las superfi­

cies a tratar, es ventajoso en este caso utilizar concen­

traciones que no sobrepasen del 10 % en peso.-Por el con­

trario en solución en los disolventes usuales es frecuente- - 

menté preferible utilizar concentraciones más elevadas 

que pueden alcanzar el 70 % en peso.

' Para enlucir los sustratos a pegar se utili­

zan netodo3 clásicos de impregnación por ejemplo a la 

brocha, al pincel, a la rasqueta, al temple. Las canti­

dades de adhesivo depositadas son a su vez variables 

y dependen de las concentraciones de las soluciones y30.



del modo de impregnación, pueden ser de algunos gra- 

mos a varias centenas de gramos por m de superficie 

tratada. Todos los elementos y piezas, impregnados/con 

las composiciones de' la invención y ensamblados a con­

tinuación, pueden, si esto presenta un .ínteres práctico, 

separarse en los alrededores de la zona de pegado y a 

continuación repegarse en el mismo orden que primitiva­

mente o ensamblarse con otros elementos.

La naturaleza de los sustratos a pegar puede 

ser por otra cualquiera, es posible enlucir y como con­

secuencia ensamblar.-. .

a) materias minerales tales como cemento, 

piedras, pizarra, marmol, yeso, teja, ladrillo, cerámi­

ca, mayólica, tejidos de fibra de vidrio,

b) materias vegetales y animales tales como 

papel, medra, fieltro, cuero, tejidos de lana, algodón, 

sedaí

o) metales tales como acero, hierro, cobre,

aluminio,

d) materias plásticas en forma de hojas, per­

files, tejidos, tales como polio tile no, polipropileno, 

polieatireno, poliacetato de vinilo, policloruro da vi- 

nilo, resinas epóxidos, poliesteres, poliamidas, poli- 

acrílicas, poliuretanos, polímeros fluorados, elastóma- 

ros y resinas organosilícicas, cauchos sintéticos.

Los ensamblados obtenidos, compuestos o no, 

cuyas zonas de pegado presentan una excelente resisten­

cia a los agentes atmosféricos, al agua, al calor y a 

los agentes químicos son utílizables en numerosos cam­

pos. Se puede citar la construcción de elementos ligo-
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ros en aeronáutica, el pegado de piezas para aparatos 

médicos y quirúrgicos, en particular el pegado da mem­

branas de diálisis para riñones artificiales,.la fabri­

cación de adhesivos para apósitos, el aislamiento tér­

mico y fónico por medio de placas o de hojas de elastó- 

meros siliconas pegados sobre placas metálicas, el ais­

lamiento electrice de conductores por revestimiento, 

las bandas adhesivas fijadas alrededor de los arboles 

frutales para detener los insectos que deterioran los 

frutos tales como hormigas, forfículas. "

Los ejemplos ilustran la invención:
Ejemplo 1

Se añaden 10 g da percarbonato de 0-0-tercio 

butilo y de O-isópropilo a una. composición que contiene:

- un aceite (&(-¿J-dihldroxi)dimetilpolisiloxá

nico de viscosidad 1 .000.000 cPo a 25-0......*. 281 g

- una solución al 60 % en peso en tolueno de 

una resina formada por motivos (CH^)^SiOQ ^ 

y SiOg tomados respectivamente en la rela­

ción numérica 0,75/1 ......................... 581 g

El conjunto se calienta bajo presión reduci­

da con el fin de alcanzar, tras eliminación de la ma­

yor parte del tolueno, una temperatura en la masa de 

1509C y una presión de 15 mm de mercurio. Se mantienen 

a continuación estas condiciones de tratamiento durante 

un periodo da una hora. Se obtienen entonces una sustan­

cia adhesiva adherante y viscosa en caliente, dura y 

adherente en frío; puede diluirse en cualquier propor­

ción ah los disolventes usuales.
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Para medir la adhesividad de esta composición 

se hace una solución al 60 % en oiclohexano que se depo­

sita sobre cintas de teraftalato de polietileno de 25 mm

de ancho, siendo la Cantidad de solución utilizada sen-
2oíblemente de 45 g/m de superficie a enlucir. Se deja 

evaporar el disolvente a la temperatura ambiente algunos 

minutos y se aplica la cara enlucida de las cintas sobra 

una placa de aluminio lisa. Se esperan aproximadamente 

5 a 6 minutos y se mide por medió de un dinamómetro la 

fuerza* necesaria (medida en g/cm) para despegar la cin­

ta de la placa.

Para ejecutar esta medida se repliega una ex­

tremidad de la cinta 1803 y se tira de esta extremidad 

a una velocidad de 25 cm/minuto. Se encuentra una adhe­

rencia de 580 g/cm.

Ejemplo 2
Se añaden 14 gramos de una pasta que contiene 

50 % en peno da peróxido de dicloro-2,4 benzoilo disper­

sado en un aceite dimetilpolisiloxánico (bloqueado por 

grupos trimetilsiloxi, de viscosidad 1.000 cPo a 25^0) 

a una composición constituida por los elementos siguien­

tes:

- un aceite ( / - 6J-dihidroxi)dimetilpolisiloxá

nico de viscosidad 120.000 cPo a 25-0........ 110 g

- una solución al 44 % en peso en xileno de una 

resina constituida por motivos (CH^)^SiO^ ^

y SiOg tomados respectivamente en la relación 

numérica 0,55/1 .............................. 281 g

Según la técnica descrita en el ejemplo 1, el 

conjunto se calienta bajo presión reducida con el fin de30.
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alcanzar una temperatura en la masa do 155-0 aproxima­

damente y una presión de 15 a 20 mm 'da mercurio. Esta- 

temperatura y presión so mantienen entonces durante una 

hora. El residuo obtenido tiene un aspecto en caliente 

de una pasta viscosa que se disuelve rápidamente en los 

disolventes clásicos. Se mide el poder adherente de este 

pegado según el método de despegado al dinamómetro des­

crito en el ejemplo 1 y se encuentran 715 g/cm.
Ejemplo 3

Se añaden 21 gramos de una pasta- que contiene 

50 % en peso de peróxido de benzoiló dispersado en un 

aceite dimetilpolisiloxáníco /bloqueado por grupos tri- 

metilsiloxi de viscosidad 1.000 cTo a 25-C/ a una com­

posición que comprende:

- un aceita ( e( - ¿d-dihidroxi)almatilpolisiloxá 

nico, de viscosidad 1.000 cPo a 25-C, que,con

tiene 0,6 % cñ peso de motivos tnetilvinilsiloxi.. .250 g

- tma solución al 65 % en peso en tolueno de una

resina que contiene motivos SiOg, (CH^)^SiO^ ^

y (CU )r,CH = CHSiO^ ¡- siendo la relación

del conjunto de los motivos (CH^)^SiO^ _ yJ d 0,5
(CH^)20Hg - CH-SiOp ^ a los motivos SiOg de 

0,8/1 y la relación numérica de ios motivos 

(CH^)^'SiO^  ̂a los motivos (CS^JgCHg = CH-SiO^ ^

- rol.ñeno ......................................... 210 ^

Operando.ccmc se. ha descrito en el ejemplo 1 

se calienta la mezcla bajo presión reducida para alcan­

zar tras eliminación del tolueno una temperatura en la 

masa de 160^0 aproximadamente y una presión de 14 a .18 mm
30
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de mercurio. Se calienta durante 1 h 1/2 en estas con­

diciones y se obtiene una sustancia viscosa en caliente, 

dura y un poco pegajosa en frió.

Se solubilizan 9 partas de esta sustancia en 

5. 51 partes de triclorotrifluoretano y se vierte la solu­

ción en un. recipiente metálico para aerosoles. Se monta 

una-tapadera provista de una válvula sobre el recipien­

te y se introducen 14-0 partes de diclorodifluormetano, 

la presión interna obtenida es de aproximadamente 6 ba- 

10. res a la temperatura ambiente. Esta fórmula para aeroso­

les se vaporiza en la periferia de una herida y se com­

prueba que se pueden adherir eficazmente, por simple con­

tacto, los apósitos habituales.

N O  T A

15.

20.

25.

Descrita suficientemente la naturaleza del in­

vento, así como la manera de realizarse en la práctica, 

debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente 

indicadas son susceptibles da modificaciones de detalle 

en cuanto no alteren su principio fundamental. También 

se hace constar que el invento corresponde a una. solici­

tud de patente presentada en Francia con el n- 71 08101 

de 9 do marzo de 1.971, acogiéndose por lo tanto a los 

beneficios que conceden los Convenios Internacionales 

en vigor, siendo lo que constituye la esencia del refe­

rido invento por lo que se solicita Patente de Invención 

por 20 años en España, sobre: PROCEDIMIENTO PARA LA OB­

TENCION DE COMPOSICIONES ADHESIVAS 0RGAN0SILICICAS; ca- 

.-racterizándose por lo siguiente:

1*- Procedimiento para la obtención de compo­

siciones adhesivas organosilícicas, inertes frente a los30.



materiales a ensamblar, adherenta inmediatamente a 

olios por simple contacto a la temperatura ambiente, 

caracterizado porque comprende mezclar en peso: 40 a

70 % de una resina organopolisiloxánica A, formada por

5. motivos de fórmulas SiO„ y R.SiO en esta última
¿ 3 0,5

fórmula los símbolos R, idénticos o diferentes, repre­

sentan radicales aliíaticos elegidos de entre los radi­

cales metilo, etilo, vinilo, siendo el 70 % al menos de 

estos radicales allfáticos, radicales metilos, y la re-

10. lación del número de motivos- R-SiO„ al número de moti-- - 3 0,5
vos SiOg está comprendida en el intervalo de 0,45/1 a 

0,9/1; 30 a 60 % da un polímero diorganopolisiloxánico 

terminado en cada extremidad da la cadena por un grupo 

hidroxilo, de viscosidad 100 a 10.000.000 aPo a 25-C,

15. formado esencialmente por una sucesión de motivos de

fórmula (R'^SiO en la que los símbolos 3', idénticos 

o diferentes, representan radicales hidrócarbonados ele­

gidos de entro los radicales metilo, etilo, vinilo, 

fenilo, 80 % al menos da estos radicales hidrocarbona- 

20. dos son radicales metilos; 0,3 a 5 % con relación a A

y a B de un peróxido orgánico y calentar a una tempera­

tura comprendida entre 80 y 2003 la mezcla así formada 

durante el lapso do tiempo suficiente para la obtención 

de una adhesividad satisfactoria.

25- 2.- Procedimiento según, la reivindicación 1, 

caracterizado porque el peróxido orgánico se elige de 

entra_ql peróxido de benzoilo, el peróxido de dicloro- 

2,4 benzoilo y el percarbonato de 0-0-terciobutilo y 

de O-isopropilo*.

3°"* Procedimiento para la-obtención de compo-
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siciones adhesivas"organosilícicas, tal y como queda 

sustancialmente descrito en la presente Memoria.

. . Esta Memoria consta de 13 hojas escritas a
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